
 

 

ELECTRONICS MECHANIC 2nd Year 

Chapter Name- BASIC SMD 
 

1-  1 What is the type of SMD IC package? 1 एसएमडी आईसी पैकेज के प्रकार क्या है? 

 

A : PGA pack पीजीए पैक 

B : TSOP pack टीएसओपी पैक  

C: Flat pack फ्लैट पैक 

D : Quad flat pack क्वाड फ्लैट पकै 

Answer-A 

2 : What is the acceptable resistance value limit for the ESD wrist strap? ESD ररस्ट स्रेप के ललए स्वीकायय प्रलिरोध मूल्य 
सीमा क्या है? 

A : 12 

B: 1kQ 

C : 1MQ 

D:10MQ 

Answer-C 

3: What is the type of SMD IC package? एसएमडी आईसी पकेैज के प्रकार क्या है? 

 

A : LCC 

B : PLCC 

C : MLCC 

D : TSOP 

Answer-A 

4 : What is the power rating of soldering iron used in electrical and electronics work? इलेक्ट्क्रकल और इलेक्रॉलिक्स काम में 
उपयोग ककए जाि ेवाल ेटाांका लगािे वाल ेसोल्डररांग आयरि की शक्ति रेकटांग क्या है?  

A: 15 to 35 watts 

B: 40 to 65 watts  

C: 75 to 100 watts 

D : 85 to 135 watts 

Answer-A 

5 : What is the full form of the abbreviation PGA used in SMD IC package? SMD IC पैकेज में उपयोग ककए जाि ेवाले PGA का 
पूरा रूप क्या है?  

A : Package Grid Array पैकेज लिड ऐरे 

B : Pin Grid Array क्तपि लिड ऐरे 

C : Perfect Grid Array क्तिल्कुल सही लिड ऐरे 



 

 

D : Popular Grid Array लोकक्तप्रय लिड ऐरे 

Answer-B 

6- Which type of hot air pencil tip is used in SMD soldering? एसएमडी सोल्डररांग में ककस प्रकार की गमय हवा पेंलसल कटप का 
उपयोग ककया जािा है? 

 

A : Oval type ओवल टाइप  

B: Round type राउां ड टाइप  

C : Angled type एांगल्ड टाइप 

D : Fine jet type फाइि जेट टाइप 

Answer-C 

7- What is the range of temperature setting on soldering work station for soldering SMD ICs? सोल्डररांग एसएमडी आईसी के 
ललए सोल्डररांग वकय  स्टेशि पर िापमाि सेकटांग की सीमा क्या है ? 

A: 100°C to 200°C  

B: 200°C to 250°C  

C : 250°C to 280°C  

D: 280°C to 400°C 

Answer-C 

8 : How does the desoldering braid removes the molten solder from the joint on the PCB? डीसोल्डररांग ब्रैड पीसीिी पर जोड़ 
से क्तपघला हुआ फ्लक्स कैसे लिकालिा है? 

A : By capillary action केलशका किया द्वारा 
B : By heating the joint जोड़ को गमय करके 

C : By hardening the solder सोल्डर को सख्ि करके 

D : By increasing the temperature िापमाि में वकृ्ति करके 

Answer-A 

9 : Which method is effective to control ESD, during manufacturing the devices? उपकरणों के लिमायण के दौराि ईएसडी को 
लियांक्तिि करिे के ललए कौि सी क्तवलध प्रभावी है? 

A : Use helmet हेलमेट का उपयोग करें 
B : Use metal chain धािु चेि का उपयोग करें  

C : Use ESD wrist strap ESD कलाई का पट्टा का उपयोग करें 
D : Use tables टेिल्स का उपयोग करें 
Answer-C 

10- Which technology is used to place the components directly on the printed circuit boards? मुकिि सककय ट िोडों पर घटकों 
को सीध ेरखि ेके ललए ककस िकिीक का उपयोग ककया जािा है? 

A : Solder Mount Technology सोल्डर माउांट प्रौद्योलगकी 
B : Surface Mount Technology भूिल माउांट प्रौद्योलगकी 



 

 

C : Safety Metaphor Technology सुरक्षा रूपक प्रौद्योलगकी 
D : Silicon multiplayer Technology लसललकॉि मल्टीप्लेयर प्रौद्योलगकी 
Answer-B 

11 : What is the name of the device? उपकरण का िाम क्या है? 

 

A : Microcontroller माइिो कां रोलर 

B : Signal generator सांकेि उत्पादक यन्त्ि 

C : SMD workstation एसएमडी कायय कें ि 

D : Insulation tester इन्त्सुलेशि परीक्षक 

Answer-C 

12- What is the name of SMD tool? उपकरण का िाम क्या है? 

A: 90° forming tool 

B Monocole magnifier 

C: Heated tweezers 

D: Soldering pumps 

Answer-C 

13- Which type of leads constructed in SOIC package? SOIC पैकेज में ककस प्रकार के लीड का 
लिमायण ककया गया है? 

A Pad sin leads पेड सीि लीड्स 

B : Gull wing leads गूल क्तवांग लीड्स 

C: Flat leads फ्लैट लीड्स 

D: Pitch ball leads क्तपच िॉल लीड्स 

Answer-B 

14 : Which SMD IC needs lead forming equipment to cut and bent into gull wing type? YASMD IC को गूल क्तवांग प्रकार में 
कटौिी और झुकािे के ललए सीसा ििाि ेवाल ेउपकरण की आवश्यकिा होिी है? 

A : TSOP 

B : FLAT Package फ्लैट पकेैज 

C : Pin grid array क्तपि लिड ऐरे 

D : Leaded chip carrier लीडेड लचप कररयएर 

Answer-B 

15- Which is alternative to ceramic SMD IC packages? लसरेलमक SMD IC पैकेज का क्तवकल्प क्या है? 

A : Glass packages ग्लास पैकेज 

B: Plastic packages प्लाक्ट्स्टक के पैकेज  

C : Metal packages  धािु पकेैज 

D : Fiber packages फाइिर पैकेज 

Answer-B 

16 : What is the purpose of bumpered corners of the Bumpered Quad Flat Pack? िम्पर क्वाड फ्लटै पैक के िम्पर कोिों 
का उदे्दश्य क्या है? 



 

 

A : Prevent Vibration कां पि को रोकें  
B:Dissipate heat उष्मा िष्ट करिा 
C Protects the IC leads आईसी लीड की रक्षा करिा है 

D : Gives mechanical strength याांक्तिक शक्ति देिा है 

Answer-C 

17 : What is the full form of the abbreviation SOIC ? सांक्ट्क्षप्त िाम SOIC का पूणय रूप क्या है? 

A : Surface Optimized Internal Circuits भूिल अिकूुललि आांिररक सककय ट 

B : Small Outline Integrated Circuits छोटी रूपरेखा एकीकृि पररपथ 

C : Service Outline Internal Circuits सक्तवयस रूपरेखा आांिररक सककय ट 

D : Solder Oriented Integrated Circuits सोल्डर ओररएांटेड इांटीिेटेड सककय ट 

Answer-B 

18 : What is the name of the IC package? IC पैकेज का िाम क्या है? 

 
A : CQFP 

B : PQFP 

C : BQFP 

D : LQFP 

Answer-C 

19 : What is the full form of the abbreviation SMT? सांक्ट्क्षप्त िाम SMT का पूणय रूप क्या है? 

A : Specific Multipin Technology क्तवलशष्ट मल्टीक्तपि प्रौद्योलगकी 
B : Small Metalized Technology लघु धािु प्रौद्योलगकी भूिल 

C : Surface Mount Technology भूिल पवयि प्रौद्योलगकी 
D: Solder Mount Technology लमलाप माउांट प्रौद्योलगकी 
Answer-C 

20 : What is the use of Bench top lonisers ? िेंच शीर्य lonisers का उपयोग क्या है? 

A: To control moisture in atmosphere वािावरण लियांक्तिि करिे के ललए 

B : To control ESD in work environment  काम के माहौल में ESD को लियांक्तिि करिे के ललए 

C : To control voltage वोल्टेज को लियांक्तिि करिे के ललए 

D : To eliminate molecules  अणुओां को कम करि ेके ललए 

Answer-B 

21 : What is called ‘tinning' in soldering ? सोल्डररांग प्रकिया में कटलिांग ककसे कहि ेहै? 

A : Clean the tip of the iron लोहे की िोक को साफ करें 
B : Change the tip of the iron लोहे की िोक को िदलें 
C : Melt a little solder on the tip of the iron लोहे की िोक पर थोड़ा फ्लक्स क्तपघलाएां 
D : Remove the tip of the iron  लोहे की िोक को हटा दें 
Answer-C 



 

 

22 : What is the name of the defect caused due to ESD event? ESD घटिा के कारण उत्पन्त्ि दोर् का 
िाम क्या है? 

A : Mechanical defect याांक्तिक दोर् 

B : Dripping defect ढकेलिे का दोर् 

C : Latent defect अप्रकट दोर् 

D : Tombstone defect टोम्सस्टि दोर् 

Answer-C 

23 : How to minimize the cause of ESD during the manufacturing of devices?  उपकरणों के लिमायण के दौराि ईएसी के 
कारण को कैसे कम करें ? 

A : Used for heel groundings एड़ी िाउां कडांग के ललए उपयोग ककया जािा है 

B : Used ESD controlled footwear ESD लियांक्तिि फुटक्तवयर का इस्िमेाल ककया 
C : Used normal footmat  सामान्त्य फुटमैट का  

D: Wear plastic dress material प्लाक्ट्स्टक की पोशाक सामिी पहिें इस्िेमाल ककया 
Answer-B 

24 : What is the percentage of defect caused to devices due to ESD? | ESD के कारण उपकरणों को होिे वाल ेदोर् का 
प्रलिशि क्या है? 

A : 10 to 20 

B : 25 to 30 

C : 35 to 50 

D: 60 to 90 

Answer-D 

25 : Which material is used to make conductive shoe covers to protect from static charges? | क्ट्स्थर आवेशों से िचाि ेके 
ललए प्रवाहकीय जिूा कवर ििाि ेके ललए ककस सामिी का उपयोग ककया जािा है?  

A: Fiber रेशा 
B : Copper िाांिा 
C: Plastic प्लाक्ट्स्टक 

D : Polypropylene पॉलीप्रोपलीि 

Answer-D 

26 : What is the cause of 'Voiding' in SMT?  एसएमटी में Voiding का कारण क्या है? 

A : Damaged wiring  क्षलििस्ि वायररांग 

B : Damaged component क्षलििस्ि घटक 

C : Damaged joint strength क्षलििस्ि जॉइांट स्रेंथ 

D : Restricted voltage level प्रलििांलधि वोल्टेज स्िर 

Answer-C 
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